附件1：
2016中国(北京)跨国技术转移大会
暨首届第三代半导体国际论坛总体方案
会议时间
2016年11月15日-17日
会议地点
北京国际会议中心（BICC）
组织机构
主办方：中华人民共和国科学技术部
        北京市人民政府
承办方：北京市科学技术委员会
大会主题
开放创新、共享共赢
组织思路
（一）聚焦重点，融合优质资源
围绕《全国科技创新中心建设十三五规划》，聚焦“知识创新中心计划”和“技术创新跨越工程”所明确的重点方向、重点任务和国际技术转移的关键要素进行组织。
重点聚焦第三代半导体技术、新一代信息技术、健康产业和绿色发展四大技术领域方向；关注 “一带一路”和“京津冀协同发展”等内容，同时拟在外埠举办分会场活动；并与第三代半导体产业技术创新战略联盟和国家半导体照明工程研发及产业联盟密切合作，重点推动第三代半导体技术和产业的发展。
（二）推动务实合作，提升大会实效
选择重点关切的内容和亟需重视的民生领域，着重国际技术转移中的关键要素；紧密结合北京科技发展需求及市科委重点工作部署，聚焦创新主体的现实需求，以促成更多的合作项目和创新机构落地；打造新“P2P”模式，用平台资源服务项目的形式，形成特色项目对接方式；做好需求信息收集翻译发布、会前预对接、会中面对面洽谈、会后跟踪等服务。邀请知名专家学者和业界领袖参与大会重点活动或相关专场，吸引顶尖技术人才与领域内精英与会，加强对外宣传，提升大会影响力和关注度。
（三）推行市场化办会，细致周密组织实施
本着“一会两制、资源共享、合作共赢”的原则，与“首届第三代半导体国际论坛”展开合作，将其纳入其中大会整体框架，作为大会的一个重点领域板块，并尽量保留两个会议的优势和特点，总体策划、分头组织、实施。双方独立招商、独立注册，并统筹保障赞助商在公共场地的广告权宜，保持、延续各自品牌优势和特点。双方在嘉宾邀请、项目资源、代表注册、招商渠道、宣传媒体等多方面实现全面资源开放与共享。
推行市场化办会，充分发挥好市场和创新主体的积极性。公开遴选合作方，采用公开征集的方式遴选总承办方，采用公开征集和定向征集相结合的方式遴选领域方向板块的合作伙伴，并注重与跨国公司、知名大型企业、研发机构和科技中介合作。同时做到安全节俭办会，做到“细致周密，万无一失”。同时本着厉行节约、勤俭办会的原则，最大程度地进行降低成本。
参会嘉宾及代表范围

组织参会嘉宾及参会代表包括但不限于：

国内外各领域跨国公司、国有企业、中小企业、初创公司等产业界代表；

大学、科研院所等学术及科研机构；

各国致力于促进科技创新的政府部门；

银行、基金、律师事务所、投行等国际技术转移要素机构；

科技园区、孵化器、加速器等机构；

技术转移中介、技术转移行业服务等科技服务类机构等

大会形式

大会组织形式需要包括论坛研讨、推介竞秀、项目对接、展览展示，为参会方提供全方位的展示形式，创造更多交流机会，为国际创新合作及技术转移提供多层次服务。
（一）论坛研讨和推介竞秀

拟组织23个专场，具体组织形式可包括论坛、研讨会、专题报告、圆桌讨论、项目推介等；
（二）项目对接
会前收集国内外技术供给和需求，并进行翻译及梳理，根据项目需求与项目供方进行匹配，安排现场对接时间表；会上提供项目对接服务，包括翻译、记录等；会后跟踪项目对接成效，总结项目对接合作意向；
（三）展览展示
组织大会主题展，组织先进科技企业、项目展览展示。
开幕式及专场规划

（一）大会开幕式
开幕安排三块内容，即大会致辞、主题报告和项目签约。开幕式将邀请科技部领导、北京市领导、国际技术转移行业领军人物进行开幕致辞；结合国际创新合作、技术转移、经济发展趋势等内容组织大会主题报告；遴选具有示范及标杆意义的国际合作项目现场签约。开幕式预计时长45分钟，计划规模为1000人左右。
（二）专场设置

大会将首先以技术维度作为主线，设置四大方向。其中，“首届第三代半导体国际论坛”作为核心亮点内容，从技术、产业、应用等全链条策划，通过高峰论坛、专题研讨、应用峰会、合作论坛等多种形式重点讨论。同时在“健康产业”、“绿色发展”、“新一代信息技术”等方向，通过高端研讨、项目路演和供需对接等内容举办专场。
国别与地区间合作维度将作为大会第二条主线，设置“一带一路”、“其他重点区域和国别”两个区域专题版块，针对重点国别、地区组织专场，拓展覆盖范围。专场内容规划见附表。
预期成效
一是扩大影响，提升品牌。通过大会展示北京国际化创新的姿态和胸怀，提升北京在全球科技创新和技术转移方面的影响力，发挥北京科技创新合作对全国的引领和辐射带动作用；
二是集聚资源，提供服务。通过大会的平台，汇聚一大批国际国内的大学、科研院所和企业的项目、人才，为各类创新主体寻求交流合作和技术转移拓展渠道，对接资源，提供服务；
三是开展研讨，促进交流。围绕国家与北京市战略发展的核心关切与重点工作，关注 “一带一路”和 “京津冀协同发展”等内容，重点聚焦第三代半导体技术、新一代信息技术、健康产业和绿色发展四大技术领域方向，汇集技术和产业界的精英开展交流研讨，促进研发和应用方面的交流合作；
四是对接需求，促成合作。做好需求信息收集翻译发布、会前预对接、会中面对面洽谈、会后跟踪等服务，使创新主体的技术成果能够方便快捷地找到转移、转化的合作伙伴，实现“创新主体跨资源门槛，资源跨技术领域门槛”，确保促成一批重点合作成果，提升大会的实效性。
附表：专场内容规划

	主线
	版块
	专场

	重点技术
创新之源
	第三代半导体
	第三代半导体与电力电子

	
	
	第三代半导体与新一代移动通讯技术

	
	
	材料与装备技术研讨会

	
	
	芯片、器件、封装与模组技术研讨会

	
	
	可靠性与热管理技术研讨会

	
	
	驱动、智能与控制技术技术研讨会

	
	
	生物农业与超越照明研讨会

	
	
	照明设计与应用研讨会

	
	
	智慧生活与创新应用研讨会

	
	
	全球能源互联网与第三代半导体

	
	
	第三代半导体与新一代固态紫外光源研讨会

	
	
	国际半导体照明联盟系列会议

	
	健康产业
	重大健康产品研发专场

	
	
	健康服务融合发展专场

	
	绿色发展
	节能环保技术及产业专场

	
	
	智能汽车技术及产业专场

	
	新一代信息技术
	机器人技术高峰论坛

	
	
	类脑计算技术高峰论坛

	国际重点区域合作
	一带一路创新合作版块
	一带一路合作论坛及技术转移项目路演与对接

	
	
	亚欧科技创新中心工作会

	
	其他重点区域和国别创新合作版块
	其他重点区域和国别国际技术转移项目路演与对接
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